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本土产业

重点：①长三角物联网“感存算一体化”合作落地。
②长三角地区拟支持长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目建设。
③中国科学院集成电路创新研究院江阴设计创新中心揭牌。
④上海博康光刻机、光刻材料项目签约西安。



【长三角物联网“感存算一体化”合作落地】

6月6日，在第二届长三角一体化发展高层论坛上，长三角一体化发展重大合作事项签约仪式举
行。其中，长三角物联网“感存算一体化”合作落地。长三角面向物联网领域“感存算一体化”
超级中试中心战略合作框架协议，由上海市嘉定区、江苏省无锡市、浙江省杭州市、安徽省合
肥市人民政府，以及中电海康集团有限公司共同签约。拟加强沪苏浙皖分工合作，按照中试设
备互补共享、产业布局错位衔接、市场应用统一完整的原则，共建跨区域超级中试中心，实现
四个千亿的产业集群，打造全球物联网高地。

【长三角地区拟支持长鑫12英寸存储器晶圆制造基地项目建设】

近日，长三角一体化发展重大合作事项签约仪式在湖州举行，共计签约重大合作事项19项，涉
及产业合作、科技创新、生态环保、交通互联等多个领域。其中长鑫12英寸存储器晶圆制造基
地项目业务合作协议，由长鑫存储技术有限公司、苏州瑞红电子化学品有限公司、宁波江丰电
子材料股份有限公司、上海新昇半导体科技有限公司共同签约。拟支持长鑫12英寸存储器晶圆
制造基地项目建设，提升长三角地区集成电路产业竞争力。

【中国科学院集成电路创新研究院江阴设计创新中心揭牌】

5月31日，江阴集成电路设计创新中心揭牌成立。中国科学院集成电路创新研究院江阴设计创新
中心是由江阴市政府、江阴高新区、新潮集团和中国科学院四方共建的科技创新研发平台，主
要是围绕集成电路封测产业，从事科学研究、技术创新和研发服务的新型研发机构。



【多个集成电路项目成功签约无锡江阴】

5月31日，总投资195亿元的16个“主题产业园”项目集中签约、成功落户无锡江阴高新区。16
个项目中有一半以上的项目涉及集成电路产业。这些项目投产后将助推江阴加快形成集成电路
封测产业生态圈。

【西部半导体集成电路高科技产业园项目在四川绵阳开工】

5月30日，西部半导体集成电路高科技产业园项目在四川绵阳游仙高新区(南区)五里梁举行。
该项目总投资80.26亿元，涵盖集成电路(芯片)研发、设计、制造、生产等环节，计划两年内在
游仙建设年产能60万片的8英寸晶圆工厂。

【紫光5G研发项目落户杭州】

5月30日，浙江杭州高新区（滨江）与紫光股份签署战略合作协议，宣布“5G网络应用关键芯片
及设备研发项目”正式落户高新区（滨江）。紫光股份将在滨江区落地5G网络应用关键芯片及
设备研发项目，并加大5G芯片和相关设备的研发投入，打造5G应用生态创新平台。同时，紫光
股份将支持新华三集团整合云计算、大数据、人工智能等技术及资源，建设“城市大脑”滨江
平台，共同探索智慧项目的应用场景落地，力争打造样板项目，形成“智慧滨江示范模式”。



【济南首个AIoT前沿技术实验室揭牌】

6月3日，安创空间双创共享实验室揭牌。这是济南首个AIoT（人工智能+物联网）前沿技术实
验室。该实验室落户济南科技金融集聚区，将聚集以ARM技术为核心的创新生态资源，可向本地
企业共享全球前沿技术创新成果，并提供前沿技术开发平台、技术咨询和产业资源对接等服务。

【集创北方显示驱动芯片设计和先进测试基地项目开工】

6月5日，集创北方总部暨显示驱动芯片设计和先进测试基地项目开工仪式在北京经济技术开发
区举行。该项目将在开发区建设显示驱动芯片设计、封装和测试研发生产基地，主要产品包括
小尺寸显示驱动芯片、大尺寸显示驱动芯片和触控显示驱动芯片。

【三安光电与TCL华星成立联合实验室】

6月7日，三安光电发布公告称，本公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司与TCL华星光
电技术有限公司签署了《联合开发协议》和《股东协议》，双方将共同成立联合实验室，利用
各自的LED技术及显示面板技术及资源优势，共同致力于基于LED技术和显示面板技术的材料、
器件、工艺的研究和开发，特别是具有市场竞争力的Micro-LED显示器件端到端技术研发及规模
化量产工艺的实现，并形成自有的材料、工艺、设备、产线方案及自主知识产权。



【通富微电集成电路等6个重大项目集中签约南通】

5月28日，南通信创产业高端制造基地奠基活动暨重大项目集中签约仪式在崇川开发区举行。
现场，通富微电集成电路、苏州南极光电子南通智能物联网芯片、灏迹生物灭菌制品研发生产、
苏州牧星智能科技、拜沃医疗、思岚科技机器人等项目集中签约。

【合肥超600亿项目集中签约、开工】

6月2日，合肥新站高新区招商项目集中签约暨重点项目集中开工动员会举行，签约项目总投资
221.9亿元，开工项目总投资383.48亿元。本次集中签约项目30个，包含新型显示及配套项目12
个，总投资61.4亿元；集成电路项目9个，总投资40.5亿元。集中开工项目55 个。

【T长电科技绍兴12英寸中道先进封装生产线奠基】

6月3日，长电集成电路（绍兴）有限公司300mm集成电路中道先进封装生产线项目奠基仪式在
绍兴举行。该项目总投资80亿元，计划导入国际一流的HDFO（高密度扇出封装）业务，将瞄准
集成电路晶圆级先进制造技术的应用，为芯片设计和制造提供晶圆级先进封装产品。

【兆易创新43亿DRAM定增项目落地，专注自主研发和设计】

兆易创新公告定增发行结果，募集资金43.24亿元，新加坡政府投资有限公司、葛卫东等5名发
行对象共获配2121.91万股。募集资金将投向DRAM芯片研发及产业化项目、补充流动资金。



【30亿美元的IDM项目签约南京】

6月5日，中国半导体股份有限公司、新光国际投资有限公司与南京经济技术开发区管委会在南
京签署《半导体IDM项目投资协议》。项目采用IDM运营模式，总投资规模达到30亿美元，规划
月产4万片12英寸晶圆，主要产品包括AMOLED面板驱动芯片、硅基OLED芯片及CIS芯片。

【河南三门峡中科芯时代半导体项目开工】

近日，中科芯时代生产基地项目开工仪式在河南三门峡开发区举行。北京中科芯时代集成电路
与新材料应用产业示范园区项目计划总投资5亿元，计划筹备组建三条生产线，分别是集成电路
和功率器件封装线、集成电路塑封线和电路产品测试试验线。

【光刻机、光刻材料项目签约西安】

近日，总投资13亿元的上海博康项目正式签约落户西安市高陵区。项目总占地200亩，总投资13
亿元 ，满产后年产值20亿元以上，年贡献税收1亿元以上。



市场数据

重点：①二季度主要半导体公司销售额预计衰退5%。
②2020 IC设计公司TOP10：高通重回榜首。
③2020年第二季全球晶圆代工产值年增2成。
④受疫情影响，CMOS图像传感器销量将出现十年来首次下滑。



【二季度主要半导体公司销售额预计衰退5%】

IC Insights今年5月更新了《2020年麦
克莱恩报告》(McClean Report)，其中
列出了一份提供了第二季度业绩指引的
半导体公司名单，预计2020年主要半导
体公司二季度销售额将环比下降5%。其
中，有六家企业预计二季度销售额将出
现增长，分别是：联发科、AMD、西部数
据/闪迪、联华电子、ADI、中芯国际，
其余15家企业预计出现下降。

IC
产
业



【2020一季度PC GPU市场出货量环比下降5.3%】

JPR发布2020年一季度PC GPU市场报告显示，GPU市场出货量环比下降5.3%，同比增长14.9%。
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【2020 IC设计公司TOP10：高通重回榜首】

TrendForce在6月10日公布了2020年第一季度无晶圆厂IC设计公司的十大销售排名，高通重返
榜首。高通在过去六个季度中一直经历负增长，直到2019年底，有效的5G产品销售策略和远程
办公在对远程学习需求急剧增加的帮助下，销售收入呈正增长，同比增长了10％。排名第二的
Broadcom在过去五个季度中，由于与Qualcomm相同中美贸易战的原因，在去年同期出现了负增
长。
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【2020年第二季全球晶圆代工产值年增2成】

根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院最新调查，2020年第一季晶圆代工订单未出现大幅度缩减，
且因客户扩大既有产品需求并导入疫情衍生的新兴应用，加上2019年同期基期低，全球前十大
晶圆代工厂商第二季营收年成长逾2成。
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【中国大陆晶圆代工公司营收排名榜】

芯思想研究院日前推出中国大陆晶圆代工公司营收排名榜。2019年中国大陆晶圆代工公司营收
排名榜的变化，一是晶合集成超过方正微电子，跻身前十位；二是台积电南京在短短一年时间
内，进入排行榜的前三。营收增长率前三分别是台积电南京、晶合集成、联芯集成。
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【全球半导体设备一季度销售额155.7亿美元，同比增长13%】

SEMI近日发布《全球半导体设备市场统计》(WWSEMS)报告，报告指出2020年第一季度，全球半
导体制造设备销售额比上季度减少13%，至155.7亿美元，但同比增长13%。
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【晶圆厂设备支出明年创纪录】

据SEMI报告显示，2021年将会是全球晶圆厂设备支出的标志性一年。根据第二季度的数据预测，
到2021年，全球晶圆厂的半导体设备支持将同比增长24％，达到创纪录的677亿美元，比此前
预测的657亿美元高出10％。
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【一季度全球手机销量减少20.2%，华为降幅最大】

Gartner最新的报告显示，因疫情爆发带来经济不确定性，消费者停止非必要支出，使得智能手
机第1季需求下滑，预计全球销量减少20.2%。
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【2020年全球PC和平板电脑将出货3.678亿台】

根据Canalys的数据，2020年全球PC和平板电脑的出货量将从2019年的3.956亿台下降7％至
3.678亿台。不过Canalys并同时预计全球PC市场将在2021年保持平稳，并在2022年恢复2％的增
长。
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【预计2025年中国将成为最大的5G市场】

business insider发布的《5G snapshot：CHINA》报告中，预计到2025年中国将成为最大的5G
市场，拥有4.6亿5G连接数量。届时，中国三大国有运营商的5G服务将覆盖65%的人口，5G将占
整个中国移动通信的29%。
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【汽车功率半导体今年销售将下降16%】

根据Omdia的《2020年汽车半导体报告》，COVID-19的大流行正在严重破坏汽车功率半导体的销
售，数据统计显示，全球用于汽车应用的功率半导体的收入将从2019年的108亿美元下降到
2020年的91亿美元 ，同比下降16％。
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【受疫情影响，CMOS图像传感器销量将出现十年来首次下滑】

据IC Insights发布的报告显示，预计2020年受疫情影响，CMOS图像传感器的销量将会出现十
年来的首次下滑，但是明年将会出现反弹，甚至出现创纪录的新高。
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焦点关注

重点：①ARM正式断供华为。
②哈工大、哈工程师生被禁用MATLAB。



【ARM正式断供华为】

据BBC消息，业内人士透露，ARM与华为的合作关系正式终止了。据了解，虽然华为仍可以ARM
V8的永久授权为基主开发自主架构，然而如此做恐怕很难跟上全球的脚步，华为在芯片技术上
仍难以追上世界水平。

【哈工大、哈工程师生被禁用MATLAB】

① 据报道，在被美国列入实体清单之后，哈工大的师生们发现他们购买的正版授权Matlab软
件开始提示反激活通知，多次之后授权许可已经失效，也不能重置密码。

② 在咨询过之后，有Matlab公司的员工表示他们已经无法再给哈工大的师生们提供正版软件
授权，需要遵守美国政府规定。

③ 没有了Matlab正版授权，目前还可以有其他开源软件可用，但是Matlab多年来打下了深厚
的基础，很多学校、师生都是以Matlab为主，一时间更换其他软件多少都会带来麻烦，影
响正常的教学、研究。



设计制造

重点：①中国台湾地区计划补贴100亿元新台币吸引芯片制造商。
②国产28nm光刻机取得突破。
③武汉新芯50纳米代码型闪存芯片量产。
④联合微电子中心发布国内首个自主开发180nm全套硅光工艺PDK。



【中国台湾地区计划补贴100亿元新台币吸引芯片制造商】

据彭博社报道，中国台湾地区计划补贴超过100亿元新台币，用以吸引其他地区的芯片制造商
在本地建设研发中心，从而提高中国台湾地区在半导体技术方面的竞争力。

【NXP和台积电宣布合作协议】

6月12日，NXP和台积电宣布合作协议，恩智浦新一代高效能汽车平台将采用台积公司5 nm制程
(N5P)。这项合作结合恩智浦的汽车设计专业与台积电5nm制程，进一步驱动汽车转化为道路上
的强大运算系统。

【武汉新芯50纳米代码型闪存芯片量产】

6月4日，武汉新芯透露，其自主研发的50纳米浮栅式代码型闪存（SPI NOR Flash）芯片已全
线量产。据了解，武汉新芯50纳米闪存技术于2019年12月取得突破，随后投入量产准备。从65
纳米到50纳米的跃升，武汉新芯用了18个月。

【国产28nm光刻机取得突破】

6月5日，据业内媒体消息，上海微电子装备(集团)股份有限公司披露，将在2021-2022年交付
第一台28nm工艺的国产沉浸式光刻机。



【三星电子拟投资8万亿韩元在平泽建NAND闪存生产线】

三星电子日前表示，计划投资8万亿韩元（约合人民币466亿元）在韩国平泽工业园区建NAND闪
存生产线。生产线建设上月已经开始，预计2021年下半年开始生产三星最先进的V-NAND产品。

【联合微电子中心发布国内首个自主开发180nm全套硅光工艺PDK】

5月30日，联合微电子中心在重庆发布“180nm全套硅光工艺PDK。180nm全套硅光工艺PDK的发布
标志着联合微电子中心具备硅基光电子领域全流程自主工艺能力，并正式开始向全球提供硅光
芯片流片服务。

【苹果将投3.3亿美元在台建LED面板厂】

据台媒报道，苹果公司计划投资约100亿新台币（约合3.34亿美元）在台湾竹科龙潭园区建设
新厂，用于生产Mini LED和Micro LED显示面板。

【传SK海力士将在1a级 DRAM中引入EUV技术】

据韩媒报道，SK海力士公司内部人士透露，该公司已开始研发第四代10纳米级DRAM，内部代号
为“南极星”(Canopus)，预计将在制程中导入EUV光刻技术。



产业合作

重点：①积塔携手盛美半导体，将在半导体设备及其相关工艺方面深入合作。
②蓝海华腾携手比亚迪半导体共建“联合创新实验室”。
③紫光展锐与海信签署战略合作协议，深化5G业务合作。
④京东方与福耀集团合作，瞄准汽车调光玻璃和车窗显示等领域。



领域 合作公司/单位 目的

IC装备 积塔半导体、盛美半导体设备
双方将发挥各自优势，加速我国集成电路装备国产化进程，在半导体设备及其相关工艺方面进行
深入合作。

激光雷达 LeddarTech、意法半导体 合作开发LiDAR评估套件。

功率半导体 蓝海华腾、比亚迪半导体
组建的联合创新实验室在深圳光明揭牌。此次双方将开展联合实验和合作研究，打造更具竞争力
的产品，共同建设SiC、IGBT功率半导体的开发与应用试验平台，开展新能源汽车用电机控制器

的核心器件开发与应用研究，提高产品的可靠性、安全性与性价比。

MCU IAR System、兆易创新 达成合作伙伴关系，将为兆易创新基于RISC-V内核的MCU产品提供性能强大的开发工具。

IC、生物医

药、智能制
造等

上海交通大学、浙江
双方加强在海洋科学与工程、生物医药、集成电路、人工智能、智能制造、新材料、金融科技等
领域的务实合作，共建上海交大浙江研究院等一批重大创新载体、重大产业化平台，助力浙江打
造“互联网+”、生命健康、新材料科创高地。

AI、5G 网易、华为
签署战略合作协议，双方以“云、AI、5G”新一代信息技术发展为合作契机，围绕“数字娱乐”

创新，就新技术和生态进行深度合作，共同推动游戏、音乐和教育业务发展。

5G 紫光展锐、青岛海信通信
签署战略合作协议。双方将深化5G业务合作，携手在手机、平板、家电、模组、CPE、智能硬件

等各类产品领域展开全方位合作。

5G 中国联通网络技术研究院、华为 联合搭建并演示了基于MEC的低轨卫星-5G融合业务演示平台。

新型显示 京东方、福耀玻璃工业集团
签订《战略合作协议》，双方将结合各自产业资源和技术优势，在汽车调光玻璃和车窗显示等领
域进行战略合作。

传感器 Bosch、高通
合作开发创新传感器软件解决方案。根据双方的合作协议，Bosch Sensortec可在高通传感器执
行环境中开发基于MEMS传感解决方案的软件，从而为智能手机和可穿戴设备提供先进的功能。

电动汽车 宝马、国网电动汽车公司
签署合作协议，双方将在充电技术研究和创新、充电服务产品合作和推广、推动“新能源车用新
能源电力”三大方面开启战略合作。

ICT 长光卫星技术、与华为
签署合作协议。双方将发挥各自优势，共同就ICT基础设施、云计算等前沿技术，以及卫星遥感

数据及产品、数据综合服务平台等领域进行合作。



产品应用

重点：①芯视界发布全球领先的单光子探测ToF图像传感器芯片。
②豪威科技发布具备140dB HDR和优质LED闪烁抑制性能的图像传感器。
③思特威聚焦新安防应用推出高阶成像系列CMOS图像传感器。



领域 公司/单位 产品及特性

传感器 芯视界
正式对外发布中国首款应用于智能手机的QQVGA分辨率单光子（SPAD）阵列dToF传感器及
适配模组。

传感器 荷兰皇家飞利浦
宣布其可穿戴生物传感器—飞利浦生物传感器BX100已获得美国食品和药品管理局（FDA）
510（k）批准许可，该生物传感器用于管理医院新冠肺炎确诊患者和疑似患者。

传感器 豪威科技
发布全球首款集3.0微米大像素、140dB高动态范围（HDR）和业内优质LED闪烁抑制（LFM）
功能于一体、可有效减少运动伪影的ASIL-C等级汽车图像传感器。

传感器 AEye

新款MEMS远距离智能激光雷达传感器4Sight™将于2020年7月上市，可提供车规级的坚固性，
结合软件可定义的感知平台，探测距离最远达1千米。独立测试证明，4Sight™在抗冲击和振动

方面已经超越了汽车和工业级标准。

传感器 思特威科技
推出了聚焦新安防应用的高阶成像系列CMOS图像传感器的首款产品 —— SC200AI。希望为
客户带来更高性能、适应性更广的高阶成像产品，以赋能未来在“新基建”催化下不断提升的
对于安防摄像机成像品质、性能及适用性等多元化需求。

屏下摄像 维信诺

发布了全球首个达到量产应用级别的屏下摄像解决方案InV see™。该方案通过开发应用新透明
OLED器件、新型驱动电路和像素结构、导入高透明新材料，达到了显示效果和屏幕透明度最
佳平衡，呈现出更为优质的显示和拍照效果，从而实现“真 · 全 面 屏”。

智慧工场 意法半导体 推出新的工厂设备智能维护振动监测解决方案，助力下一代“工业4.0”应用快速发展。

摄像头 豪威科技

推出全球首款汽车晶圆级摄像头—OVM9284 CameraCubeChip™模块。这款100万像素模块具
有6.5mm x 6.5mm的紧凑尺寸，为驾驶员监控系统（DMS）设计师提供了很大的灵活性，使
其能够将模块安装在车内驾驶员难以察觉到的地方。



科技前沿

重点：①深圳先进院等研发出新型柔性自支撑磁性薄膜。
②国内首台超快扫描隧道显微镜问世。
③西电dToF SPAD激光雷达传感器芯片取得突破进展。



【深圳先进院等研发出新型柔性自支撑磁性薄膜】

近日，中国科学院深圳先进技术研究院研究团队引入水溶性材料Sr3Al2O6作为牺牲层，利用脉
冲激光沉积工艺制备了SrTiO3/Sr3Al2O6/Fe3O4异质结构，通过溶解Sr3Al2O6牺牲层获得了高质
量的自支撑Fe3O4单晶薄膜。这项工作为磁性材料柔性化提供了一个可行的解决方案，可广泛应
用于各种柔性磁材料的制备，有助于推动微纳功能器件的柔性化发展。

柔性自支撑Fe3O4磁

性薄膜示意图



【国内首台超快扫描隧道显微镜问世】

近日，北京大学物理学院量子材料科学中心江颖教授团队及其合作者研制出国内首台超快扫描
隧道显微镜，实现了飞秒级时间分辨和原子级空间分辨，并捕捉到金属氧化物表面单个极化子
的非平衡动力学行为。

a：飞秒激光耦合的扫

描隧道显微镜系统；b：

激光诱导的针尖光电

流与激光脉冲延迟时

间的依赖关系；c：激

光诱导光电流的自相

关函数，表明时间分

辨率优于180fs；d：

干涉区域外光电流与

延迟时间的关系，对

应于声子抑制的光电

流发射过程，时间常

数为~145ps。



【西电dToF SPAD激光雷达传感器芯片取得突破进展】

西安电子科技大学研究团队发布了dToF SPAD激光雷达传感器芯片，单芯片上集成了核心感光
器件SPAD整理及精准测距电路、多种测距精度优化和抗背景光干扰算法等功能，具有
32×32×4分辨率、超30fps的刷新率，在200mW功耗下可以实现12-15米的远距离高精度探测，
是目前报道中最远的dToF SPAD探测距离。

图为NIST的片上网格

精确分发光信号，展

示了神经网络的潜在

新型设计方案。三维

结构实现了复杂的布

线方案，这是模仿大

脑所必需的。光信号

可以比电信号传播得

更远更快。



人事变迁

重点：①前格芯中国区总经理白农加盟中芯国际。
②前三星CMO杨柘出任小米集团中国区CMO。
③英特尔芯片设计师突然辞职。



【前格芯中国区总经理加盟中芯国际】

近日，据业内媒体报道，为了提升14nm以及后续先进制程工艺的市场开拓能力，中芯国际又挖
来了前格芯中国区总经理白农担任中芯国际FinFET先进制程产品的业务和行销高管，帮助中芯
国际开拓更多的先进制程客户。

【英特尔芯片设计师突然辞职】

6月12日，英特尔宣布，首席芯片设计师吉姆•凯勒（Jim Keller）因个人原因辞职。凯勒是芯

片工程领域的高级副总裁和总经理。他曾在苹果、特斯拉和AMD担任高管。其参与的一些领先项
目制造出芯片行业史上最重要的零部件。

【前三星CMO杨柘出任小米集团中国区CMO】

6月2日，小米官方宣布，任命杨柘为小米集团副总裁、中国区首席营销官（CMO），负责中国
区市场营销战略制定、品牌建设等工作。



专利要闻

重点：①智能手表、AR眼镜、新型显示等领域火热，巨头纷纷申请新专利。



类别 公司/单位 事件内容

新专利 苹果 为iPad外接键盘添加快捷键功能：可调节键盘背光。

新专利 苹果 专利显示肌电感应的AppleWatch可以准确地检测到手势。

新专利 三星 AR眼镜新专利：有多项驾驶辅助功能。

新专利 三星 新专利：防OLED屏幕指纹手机烧屏。

新专利 华为 屏下摄像头专利：瀑布屏设计。

新专利 奥迪 申请全新显示系统专利：开车犹如开战斗机。

新专利 OPPO 收购20件视频编码标准专利，布局流媒体技术。

新专利 谷歌 新专利：超大视野头戴式显示器。



SIIP CHINA
【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA 】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业
资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投
资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促
进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投
资平台。
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